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Insulated Metal Substrates schneiden
Nutzentrennverfahren fiir IMS-Substrate mit Metallkern

Mit einem Laser als Schneidwerkzeug las-
sen sich viele Materialien wirtschaftlich
und qualitativ hochwertig trennen. Das gilt
jetzt auch fiir Insulated Metal Substrates
(IMS) bzw. Metallkernleiterplatten. LPKF
hat speziell fiir das Nutzentrennen und die
spezifischen Anforderungen der IMS-Bear-
beitung eine eigene Losung entwickelt, bei
der die Leiterplatten mit einem leistungs-
starken Laser geschnitten werden. Der Ein-
satz des Lasers bringt dabei einige Vorziige
mit sich und ist somit eine mehr als nur
wirtschaftlich attraktive Alternative zu
mechanischen Trennverfahren.

Bei der nun vorliegenden Lésung werden
Leiterplatten, die einen Metallkern aus
Aluminium, Kupfer oder Edelstahl haben,
mit einem speziell vom Unternehmen da-
fiir entwickelten Laserverfahren geschnit-
ten und aus einem Gesamtnutzen heraus-
getrennt. Die Laserquelle arbeitet dabei
mit anwendungsspezifisch optimalen Pro-
zessparametern. Durch den beriihrungslo-
sen Prozess wird kein mechanischer Stress
in das Material induziert. Die Stabilitdt und
die Qualitdt von Leiterplatte und Bauteilen
bleiben erhalten, da das an die Schneid-
kante angrenzende Material durch den
Prozess kaum beeinflusst wird.

Wegen der sensiblen Anwendungen der
technisch anspruchsvollen IMS-Leiter-
platten sind die Anforderungen an die
Schneidqualitat hoch. Hier liegt ein wei-
terer Pluspunkt fiir den Laser: verfahrens-
bedingt ausgeschlossen ist ndmlich eine
Ablagerung von Metallspanen auf dem
Material. Diese kann bei mechanischen
Bearbeitungsmethoden wie etwa dem oft
genutzten Frdasen entstehen und Kurz-
schliisse auslosen. Eine Gefahr, die sich
dank dieser Lasertechnik vermeiden ldsst.
Die Zuverlassigkeit der lasergeschnitte-
nen Leiterplatten ist genauso sicher wie
vor dem Schneidprozess.

Wegen hoher Stiickzahlen der jeweiligen
Leiterplatten-Anwendungen ist die Pro-
zessgeschwindigkeit ein wichtiger Faktor
in der Produktion. Um dem Rechnung zu
tragen, lassen sich mit den Lasersystemen
des Unternehmens sehr hohe effektive
Schneidgeschwindigkeiten erreichen, die
je nach gewiinschter Qualitdt des
Schnitts sowie der Materialstarke und
Materialzusammensetzung der Leiter-
platten variieren.

Insulated Metal Substrates bzw. Metall-
kern-Leiterplatten sind in einer Vielzahl
von Anwendungsgebieten zu finden, die

biete qualifizieren

Mit der LPKF-L&sung lassen sich qualitativ hochwertige Schnittkanten wie
diese auch bei Aluminium-Tragermaterial kosteneffizient realisieren

speziell durch gesteigerte Anforderun-
gen an eine Warmeabfiihrung gekenn-
zeichnet sind. Hierzu zahlt zunachst die
Leistungselektronik. Messwandler, Tran-
sistor-Arrays, Motoren-Treiber konnen
mit IMS ausgestattet werden. Weitere
wichtige Anwendungen von Metallkern-
Leiterplatten finden sich im Automotive/
Transport-Bereich bei Scheinwerfern/Be-
leuchtung, GPS, Leistungsmodulen. Auch
in der Kommunikation sowie der Unter-
haltungselektronik sind IMS heute un-
verzichtbar, etwa in Leistungsverstar-
kern, Transmittern, Mikrostreifen-Schal-
tungen, Motor- und Spannungsreglern,
Verstarkern, Equalizern. Im Vergleich zu
herkdommlichen Leiterplatten - beispiels-
weise aus FR4 - bieten IMS fiir die o.g.
Anwendungen eine Bandbreite an Vor-
teilen: Hohe Warmeleitfahigkeit, Einspa-
rungen durch die Reduzierung von Ma-
terialstarke sowie der geringeren Not-
wendigkeit von Warmesenken, reduzier-
te Betriebstemperatur. Dank der Laser-
technik mit zuverldssigem und schnel-
lem Schneidverfahren fiir die IMS-Lei-
terplatten wird deren Einsatzmdglichkei-
ten noch erweitert.
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—_— ca. 20 bis 100 pm
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\Warmeleitende Schicht I g

Leiterplatten mit Metallkern setzen sich prinzipiell aus drei verschiedenen
Schichten mit unterschiedlichen Materialdicken zusammen. Die einzelnen
warmeleitenden Materialien charakterisieren sich durch variierende Wéarme-
leitkoeffizienten, die die Materialien fiir unterschiedliche Anwendungsge-
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